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ペルオキソ二硫酸アンモニウム溶液を用いた銅の 
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概要　1 mol/dm3ペルオキソ二硫酸アンモニウムを用いた銅のエッチングレートに結晶構造が及ぼす影響を，Scanning Probe 
Microscope (SPM) とElectron Back Scatter Di�raction Patterns (EBSD)，腐食電位測定により解析した。低指数面である (001) 面
や (101) 面， (111) 面のエッチングレートは低く，高指数面である (327) 面や (425) 面のエッチングレートは高いことが明らかに
なった。多結晶体の銅においても低指数面に優先配向している銅のエッチングレートは，高指数面に配向している銅のエッチン
グレートに比べて低く，約半分であった。また，エッチングレートが高い多結晶体の銅は貴な腐食電位を示した。多結晶体の銅
のエッチングレートは，それぞれの結晶表面におけるペルオキソ二硫酸イオンの還元反応速度の平均値によって決定されている
ことが示唆された。

Abstract
�e in�uence of crystallographic structure on the etching rate of copper was studied in 1 mol/dm3 

ammonium peroxodisulfate solution using a scanning probe microscope (SPM), electron back scatter 
di�raction patterns (EBSD), and corrosion potential measurements. �e (001), (101), and (111) faces 
etched at slower rates than the (327) and (425) faces, which have higher Miller indices. �e etching rate 
of the (001) or (101) oriented polycrystalline copper was approximately half that for the oriented 
polycrystalline copper with higher indices. �e polycrystalline copper etched at highly rate showed a 
relatively noble corrosion potential. It was suggested that the etching rate of polycrystalline copper was 
controlled by the mean value of the reduction kinetics of the peroxodisulfate ion on each of the grain 
surfaces.
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